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Wymagania dla lutowanych zespołów
elektrycznych i elektronicznych

1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

1.1 Zakres Standard ten przedstawia zalecane praktyki i wymagania dla wytwarzania lutowanych zespołów elektrycznych
i elektronicznych. Historycznie rzecz biorąc, standardy dotyczące zespołu elektronicznego (lutowanego) zawierały bardziej
wyczerpujące, obszerne wskazówki dotyczące podstaw i technik. W celu dokładniejszego zrozumienia zaleceń i wymagań
tego dokumentu, można stosować go łącznie z IPC-HDBK-001 i IPC-A-610.

1.2 Cel Standard ten opisuje materiały, metody i kryteria dopuszczenia dla produkcji lutowanych zespołów elektrycznych
i elektronicznych. Zamiarem tego dokumentu jest poleganie na metodologii kontroli procesu w celu zapewnienia
odpowiednich poziomów jakości w trakcie wytwarzania produktów. Zamiarem tego dokumentu nie jest wykluczenie
jakiejkolwiek procedury umiejscowienia komponentu lub nakładania topnika i lutowia stosowanego do wykonania
połączenia elektrycznego.

1.3 Klasyfikacja Standard ten uznaje, że zespoły elektryczne i elektroniczne poddawane są klasyfikacjom zgodnie do
zastosowania końcowego. Trzy podstawowe klasy produktu zostały ustalone by odzwierciedlić różnice w technologii,
złożoności, wymaganiach dotyczących osiągów i częstotliwości weryfikacji (inspekcja/test). �ależy zdawać sobie sprawę,
że między klasami może zachodzić powiązanie sprzętowe.

Użytkownik (zobacz 1.8.13) jest odpowiedzialny za określenie klasy produktu. Klasa produktu powinna być określona w
dokumentach porozumiewawczych (umowie).

KLASA 1 Ogólne Produkty Elektroniczne
Zawiera produkty odpowiednie do zastosowań, w których głównym wymaganiem jest funkcjonalność całego zespołu.

KLASA 2 Produkty Elektroniczne z Przeznaczeniem do Konkretnych Zastosowań Usługowych
Zawiera produkty, od których wymagana jest ciągłość osiągnięć i przedłużona żywotność oraz dla których nieprzerwane
działanie jest wymagane, ale nie jest krytyczne. Typowe środowisko końcowego użytkowania nie powinno wywoływać
uszkodzeń.

KLASA 3 Produkty Elektroniczne Wysokiej Klasy
Zawiera produkty dla których ciągłość osiągnięć lub działanie na żądanie jest krytyczne; jakikolwiek przestój sprzętu
nie jest dopuszczalny. Środowisko końcowego użytkowania może być niezwykle surowe, a sprzęt musi funkcjonować
na żądanie, jak np. systemy podtrzymania życia i inne krytyczne systemy.

1.4 Jednostki Wymiarowe i Zastosowania Wszystkie wymiary i tolerancje, jak również inne formy pomiarów
(temperatura, waga, itp.) w tym standardzie są wyrażone w jednostkach SI (Międzynarodowy System Miar) ( z
angielskimi równoważnikami wymiarów podanymi w nawiasach). Wymiary i tolerancje stosują milimetr jako
podstawową formę wyrażania wielkości; mikrometry są używane, gdy wymagana dokładność, wyrażona w
milimetrach jest niewystarczająca. Celsjusz jest używany do wyrażenia temperatury. Waga jest określana w
gramach.

1.4.1 Weryfikacja Wymiarów Rzeczywisty wymiar, montażu określonej części oraz wymiary wypełnienia lutowiem
i ustalenia procentowe, nie są wymagane za wyjątkiem celów referencyjnych. Dla celów ustalenia dostosowania
do tej specyfikacji, wszystkie wyszczególnione ograniczenia w tym standardzie, są ograniczeniami zupełnymi jak
zdefiniowano w standardzie ASTM E29.
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